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摘要(译)

一种集成的压电超声阵列结构，被配置为最小化阵列和集成电路之间的
差热膨胀的影响并且改善阵列的机械和声学完整性。换能器阵列可以具
有插入的变薄的支撑衬底，并且与集成电路衬底匹配以进行热膨胀，以
便在工作温度范围内保持阵列/ IC键的机械完整性。传感器元件在声学上
横向隔离，并且通过空气或在元件之间具有较低弹性模量材料的其他声
学衰减介质进行热膨胀。声学效应通过电容耦合和相对于波长的小面积
焊料凸点垂直声学隔离，并且进一步通过薄支撑衬底相对于波长横向声
学隔离，包括减薄的半导体集成电路衬底。
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